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(54) Anordnung mit mindestens einem zu verpackenden Gegenstand und einer 
Transportverpackung und Herstellungsverfahren hierzu

(57) Die Anmeldung betrifft ein Herstellungsverfah-
ren für und eine Anordnung mit einem zu verpackenden
Gegenstand insbesondere einem Leistungshalbleiter-
modul und einer Transportverpackung, wobei das Lei-
stungshalbleitermodul ein Bodenelement, ein Gehäuse
und Anschlusselemente aufweist, und wobei die Trans-
portverpackung eine Decklage mit einer Kunststoff-
schicht, eine Zwischenlage mit jeweils einer dem Lei-
stungshalbleitermodul zugeordneten Ausnehmung und
eine Deckfolie aufweist. Hierbei ist die Decklage flächig
ausgebildet mit der Kunststoffschicht auf der ersten dem

anzuordnenden Leistungshalbleitermodul zugewandten
Hauptfläche. Auf dieser Kunststoffschicht ist die Zwi-
schenlage mit ihrer zweiten Hauptfläche angeordnet. In
der Ausnehmung ist das zugeordnete Leistungshalblei-
termodul angeordnet, wobei dessen Bodenelement auf
der ersten Hauptfläche der Decklage zu liegen kommt,
und wobei die Deckfolie wesentliche Teile des Gehäuses
des Leistungshalbleitermoduls anliegend überdeckt.
Wesentlich ist hierbei, dass die Deckfolie mit der der Zwi-
schenlage und im Bereich der Ausnehmungen mit der
Kunststoffschicht verbunden ist, wobei letzter Verbin-
dung eine geringere Haltekraft aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine Anordnung zum
meist außerbetrieblichen Transport von mindestens ei-
nem zu verpackenden Gegenstand ebenso wie ein Her-
stellungsverfahren für eine derartige Anordnung. Zu ver-
packende Gegenstände im Sinne dieser Druckschrift
sind insbesondere elektrotechnisches Produkte und
hierbei insbesondere Leistungshalbleitermodule. Im Fol-
genden wird daher ohne Beschränkung der Allgemein-
heit die Erfindung mittels derartiger Leistungshalbleiter-
module beschrieben. Hierbei sind bevorzugt eine Mehr-
zahl von Leistungshalbleitermodulen in einer ein- oder
zweidimensionalen Matrix in einer Transportverpackung
angeordnet.
[0002] Es ist grundsätzlich eine Vielzahl verschiedener
Transportverpackungen für Leistungshalbleitermodule,
wie einfache Kartonagen oder Kunststoffblister mit
Grundkörper und Deckel bekannt. Aus der Verpackung
von Gütern für Endverbraucher sind sog. Skin- Verpak-
kungen bekannt. Einfache Kartonagen beispielsweise
gemäß der DE 39 09 898 A1 weisen in der Regel den
Nachteil auf, dass sie die Leistungshalbleitermodule
nicht ausreichend vor mechanischen Einwirkungen beim
Transport schützen. Ein weiterer Nachteil ist, dass der-
artige Verpackung beispielhaft für Prüfungen im Rahmen
eines Zollverfahren geöffnet werden müssen und somit
die Leistungshalbleitermodule direkt berührt werden
können, was möglicherweise zu Schäden aufgrund elek-
trostatischer Entladung oder aufgrund der Berührung
empfindlicher Oberflächen, beispielhaft silberbeschich-
teter Anschlusselemente, führen kann.
[0003] Die sog. Skin- Verpackungen, wie sie beispiel-
haft aus der DE 199 28 368 A1 bekannt sind, bilden einen
grundlegenden Ausgangspunkt dieser Erfindung und
sind eine Kombination eines Kartons mit einer das zu
verpackende Gut umschließenden Kunststofffolie. Der-
artige Verpackungen weisen bekanntermaßen den we-
sentlichen Nachteil auf, dass sie einem einfachen Vor-
gang des Öffnens und Entnehmen des verpackten Guts
nicht zugänglich sind.
[0004] Aus der DE 10 2010 005 048 A1 ist eine Ver-
packung für Leistungshalbleitermodule bekannt die eine
Decklage, eine Zwischenlage, beide vorzugsweise aus
Papier oder Pappe, und eine Deckfolie aufweist. Hierbei
ist die Decklage flächig ausgebildet mit einer ersten dem
anzuordnenden Leistungshalbleitermodul zugewandten
Hauptfläche. Auf dieser ersten Hauptfläche der Decklage
ist die Zwischenlage mit ihrer zweiten Hauptfläche an-
geordnet. In der mindestens einen Ausnehmungen auf
der ersten Hauptfläche der Decklage ist das zugeordnete
Leistungshalbleitermodul angeordnet, wobei dessen Bo-
denelement auf der ersten Hauptfläche der Decklage zu
liegen kommt, und wobei die Deckfolie wesentliche Teile
des Gehäuses des mindestens einen Leistungshalblei-
termoduls anliegend überdeckt und wobei weiterhin die
Deckfolie mit der ersten Hauptfläche der Zwischenlage
verbunden ist. Nachteilig hierbei ist, dass bei der Öffnung

einer derartigen Verpackung die Zwischen- und / oder
die Decklage mechanisch beschädigt wird, da Teile hier-
von an der Deckfolie anhaften. Durch diese Beschädi-
gungen können Partikel der Zwischen- und/oder Deck-
lage als Verschmutzung der Leistungshalbleitermodule
oder der Arbeitsumgebung vorliegen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
derartige Anordnung mit mindestens einem zu verpak-
kenden Gegenstand und einer Transportverpackung zu
verbessern, wobei speziell die Voraussetzungen für die
Entnahme auch in Umgebungen mit erhöhten Sauber-
keitsanforderungen erfüllt werden können.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
durch eine Anordnung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1, sowie durch ein Verfahren gemäß Anspruch
10. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den jeweili-
gen abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0007] Der erfinderische Gedanke geht aus von der
oben genannten Verpackung von mindestens einem zu
verpackenden Gegenstand, insbesondere einem Lei-
stungshalbleitermodul. Im Folgenden wird ohne diesbe-
zügliche Beschränkung der Allgemeinheit jeweils auf ei-
nen zu verpackenden Gegenstand Bezug genommen
bzw. nur einer beschrieben, wobei hierunter auch jeweils
eine Mehrzahl von gleichartigen zu verpackenden Ge-
genständen verstanden werden soll. Der zu verpacken-
de Gegenstand, also insbesondere das zu verpackende
Leistungshalbleitermodul weist bevorzugt ein Bodenele-
ment, beispielhaft eine metallische Grundplatte, ein Ge-
häuse aus einem Isolierstoff und Anschlusselemente zur
externen Kontaktierung der intern isoliert zur Bodenplat-
te angeordneten Leistungshalbleiterbauelemente auf.
Wobei auch hier der Begriff Leistungshalbleitermodul
weitläufig zu verstehen ist und beispielhaft auch Schei-
benzellen verstanden werden sollen. Die Transportver-
packung der erfindungsgemäßen Anordnung weist ihrer-
seits eine Decklage, eine Zwischenlage mit einer dem
zu verpackenden Gegenstand zugeordneten Ausneh-
mung, bei mehreren Gegenständen jeweils einer zuge-
ordneten Ausnehmung, und eine Deckfolie auf. Die, vor-
zugsweise als ein in seiner Gesamtheit ableitfähiger Ver-
bundkarton ausgebildet, Decklage ist flächig ausgebildet
und bildet somit die Basis der Transportverpackung. Auf
einer ersten Hauptfläche dieser Decklage ist eine Kunst-
stoffschicht und hierauf der Gegenstand angeordnet. Der
Verbund aus Decklage und Kunststoffschicht seinerseits
weist eine Vielzahl von Durchbrüchen auf.
[0008] Ebenfalls auf dieser Kunststoffschicht der
Decklage ist die Zwischenlage angeordnet, mit einer
Ausnehmung für den zugeordneten Gegenstand. Hierbei
ist es besonders bevorzugt, wenn der Rand der Ausneh-
mung der Zwischenlage nur zu maximal 50%, bevorzugt
nur zu maximal 25%, direkt an dem zugeordnete Gegen-
stand anliegt und der verbleibende Teil des Randes ei-
nen Abstand vom Gegenstand aufweist und hierdurch
dort mindestens eine nicht bedeckte Zusatzfläche jeweils
als Teilfläche der Kunststoffschicht ausbildet. Vorteilhaf-
terweise liegen die Kunststoffschicht und die Zwischen-
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lage ohne dass eine stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen ihnen besteht lose aufeinander.
[0009] Die Deckfolie überdeckt wesentliche Teile des
zu verpackenden Gegenstands und liegt hierbei weitge-
hend an dem Gehäuse und den nicht auf der Kunststoff-
schicht der Decklage zu liegen kommenden Teilen, wie
beispielhaft den Anschlusselementen des Leistungs-
halbleitermoduls, an. Wobei hier auch der Begriff Gehäu-
se allgemein zu verstehen ist und im Allgemeinen die
äußere Begrenzung des zu verpackenden Gegenstan-
des bezeichnet. Weiterhin ist die Deckfolie mit der ersten
Hauptfläche der Zwischenlage und im Bereich der min-
destens einen Zusatzfläche mit der Kunststoffschicht ad-
häsiv verbunden, wobei es bevorzugt ist, wenn die Ober-
fläche der Deckfolie selbst adhäsiv ausgebildet ist. Alter-
nativ hierzu kann eine erste der Deckfolie zugewandte
Hauptfläche der Zwischenlage und die Kunststoffschicht
zumindest im Bereich der Zusatzfläche, aber möglicher-
weise auch ganzflächig, eine Haftschicht zur adhäsiven
Verbindung mit der Deckfolie aufweisen. Hierbei ist es
bevorzugt, wenn die Verbindung zur Kunststoffschicht
eine wesentlich, um mindestens den Faktor zwei, gerin-
gere Haftkraft aufweist als diejenige zur Zwischenlagen.
Selbstverständlich weist auch der Verbund aus Decklage
und Kunststoffschicht eine wesentlich stärkere Haftkraft
zueinander auf als die Verbindung der Deckfolie zur
Kunststoffschicht.
[0010] Es ist für den Schutz der zu verpackenden Ge-
genstände und falls diese elektrotechnische Produkte
wie Leistungshalbleitermodule sind gegen elektrostati-
sche Entladung bevorzugt, wenn die Deckfolie aus einer
leitfähigen oder ableitfähigen Kunststofffolie mit oder
ohne metallbedampfter Außenfläche besteht. Ebenso
vorteilhaft ist es die Deckfolie zumindest abschnittswei-
se, aber bevorzugt vollständig, transparent auszubilden.
[0011] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die die Zwi-
schenlage und / oder Decklage aus Pappe oder Karton
besteht. Zudem ist es vorteilhaft um die Verpackung ein-
fach öffnen, was durch Abheben der Decklage vom Rest
der Transportverpackung erfolgt, zu können, wenn die
Decklage dünner und damit mechanisch weniger starr
ausgebildet ist als die Zwischenlage.
[0012] Eine weitere bevorzugte Ausführung ergibt
sich, wenn bei einer Mehrzahl in einer ein- oder zweidi-
mensionalen Matrix angeordneten Gegenständen diese
in mindestens einer Dimension parallel zur Hauptfläche
der Decklage und parallel zu einer Flächennormalen der
Gehäuse einen Abstand voneinander aufweisen der grö-
ßer ist als die Breite des Gehäuses in dieser Dimension.
Somit ist es möglich zwei derartige Anordnungen mit den
ersten Hauptflächen der Deckflächen zueinander und
um den halben Abstand zweier Gegenstände gegenein-
ander versetzt zu einer Gesamtanordnung hoher Pak-
kungsdichte der Gegenstände zu kombinieren.
[0013] Die Herstellung einer derartigen Anordnung er-
folgt in erfinderischer Weise mittels dieser aufeinander
folgender Herstellungsschritte:

• Anordnen und Verbinden einer Kunststoffschicht mit
einer ersten Hauptfläche einer vorzugsweise aus
Pappe bestehenden Decklage.

• Ausbilden einer Vielzahl von Durchbrüchen von
Oberfläche zu Oberfläche durch den Verbund aus
Decklage und Kunststoffschicht.

• Anordnen einer Zwischenlage mit einer Ausneh-
mung und von einem zu verpackenden Gegenstand,
insbesondere einem Leistungshalbleitermodul, in
dieser Ausnehmung, wobei hierbei mindestens eine
Zusatzfläche auf der Kunststoffschicht freispart wer-
den, die nicht von dem Gegenstand überdeckt sind.
Vorzugsweise bestehen die Zwischenlage und /
oder Decklage aus Pappe oder Karton. Ebenso ist
es vorteilhaft wenn die Decklage dünner und damit
mechanisch weniger starr ausgebildet ist als die Zwi-
schenlage.

• Anordnen einer Deckfolie, die Zwischenlage und
den Gegenstand überdeckend. Vorteilhafterweise
wird die Deckfolie vor dem Anlegen des Unterdrucks
die thermisch beaufschlagt. Bevorzugt wird hierbei
deren Elastizität erhöht, wodurch die formschlüssige
Umhüllbarkeit des zu verpackende Gegenstandes
verbessert wird.
Vorteilhafterweise besteht diese Deckfolie aus einer
leitfähigen oder ableitfähigen Kunststofffolie mit oder
ohne metallbedampfter Außenfläche.
Ebenso ist bevorzugt, wenn die der Zwischenlage
zugewandte Oberfläche der Deckfolie adhäsive, al-
so beispielhaft mit einer Klebeschicht ausgebildet
ist. Alternativ könnte eine adhäsive Schicht auf den
zu bedeckenden Bereichen der Decklage, insbeson-
dere der Kunststoffschicht, und der Zwischenlage
angeordnet sein.

• Anlegen eines Unterdrucks an eine zweite Hauptflä-
che der Decklage, wodurch durch die Durchbrüche
die Deckfolie an die Zwischenlage, die mindestens
eine Zusatzfläche und den Gegenstand angesaugt
werden und sich adhäsive Verbindungen mit der
Deckfolie ausbilden.

[0014] Durch die erfindungsgemäß Ausgestaltung der
Anordnung bzw. deren entsprechender Herstellung wird
es erreicht, dass beim Öffnen der Verpackung aus-
schließlich die Decklage mit angeordneter Kunststoff-
schicht von der Deckfolie getrennte werden und hierbei
die Kunststoffschicht an der Decklage verbleibt. Somit
wird die Decklage nicht beschädigt. Da die Decklage
nicht adhäsive mit der Zwischenlage verbunden ist, wird
auch deren Oberfläche beim Öffnen der Verpackung
nicht beschädigt. Somit liegen nach Öffnen der Verpak-
kung nur unbeschädigt Oberflächen vor, wodurch auch
keine Verschmutzung durch Partikel auftreten kann.
[0015] Die erfinderische Lösung wird an Hand der Aus-
führungsbeispiele der Fig. 1 bis 5 weiter erläutert.
[0016] Fig. 1 zeigt in dreidimensionaler Darstellung
zwei erfindungsgemäße Anordnungen.
[0017] Fig. 2 zeigt wesentliche Schritte der Herstellung
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einer erfindungsgemäßen Anordnung.
[0018] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungs-
gemäße Anordnung.
[0019] Fig. 4 und 5 zeigt einen weiteren Schnitt durch
eine erfindungsgemäße Anordnung.
[0020] Fig. 1 zeigt in dreidimensionaler Darstellung
zwei erfindungsgemäße Anordnungen 1, 1’ mit jeweils
einer Transportverpackung 2 und einer Mehrzahl von
Leistungshalbleitermodulen 5. Von diesen Leistungs-
halbleitermodulen 5 sind jeweils das Gehäuse 50 und
eine Mehrzahl von Anschlusselementen 60 dargestellt.
Mit ihrem nicht sichtbaren Bodenelement 40, vgl. Fig. 2,
hier einer metallischen Grundplatte, sind diese Lei-
stungshalbleitermodule 5 in einer zweidimensionalen
Matrix auf eine Kunststoffschicht 130 verbunden. Die Lei-
stungshalbleitermodule 5 sind auf der ersten Hauptflä-
che 100 der Decklage 10 der jeweiligen Transportver-
packung 2 angeordnet, indem das Bodenelement 40, vgl.
Fig. 2 jeweils direkt hierauf zu liegen kommt.
[0021] Auf dieser Kunststoffschicht 130 ist eine Zwi-
schenlage 20 mit ihrer zweiten Hauptfläche 210 ange-
ordnet ohne adhäsive damit verbunden zu sein. Diese
Zwischenlage 20 weist eine Mehrzahl von Ausnehmun-
gen 230 auf, die jeweils einem Leistungshalbleitermodul
5 zugeordnet sind. Hierbei ist das Leistungshalbleiter-
modul 5 in dieser Ausnehmung 230 derart angeordnet,
dass der Rand 220 der Ausnehmung 230 nur an wenigen
Abschnitten direkt an dem Gehäuse 50 des Leistungs-
halbleitermoduls 5 anliegt. Es verbleibt somit Zusatzflä-
chen 140 der Kunststoffschicht 130 zwischen dem Ge-
häuse 50 des Leistungshalbleitermoduls 5 und dem
Rand 220 der Ausnehmung 230, wodurch einen Zwi-
schenbereich 240 ausbildet wird.
[0022] Es kann ebenso bevorzugt sein, wenn der Rand
220 der Ausnehmung 230 nicht an dem Leistungshalb-
leitermodul 5 anliegt. Hierbei entsteht eine Zusatzfläche
140 umlaufend um das Leistungshalbleitermodul 5.
[0023] Nicht dargestellt ist die transparente Deckfolie
30 der Transportverpackung 30 selbst, die die Leistungs-
halbleitermodule 5 mit Ausnahme ihres Bodenelements
40 umschließt und die mit der zweiten Hauptfläche 210
der Zwischenlage 20 und mit der mindestens einen Zu-
satzfläche 140 der Kunststoffschicht 130 adhäsiv ver-
bunden ist. Falls nur eine umlaufend um das Leistungs-
halbleitermodul 5 ausgebildete Zusatzfläche 140 vorge-
sehen ist entsteht somit eine umlaufende adhäsive Ver-
bindung, die das Leistungshalbleitermodul 5 quasi her-
metisch einschließt und von gewissen Umwelteinflüs-
sen, wie Feuchtigkeit, schützt.
[0024] Bei einer hier dargestellten Mehrzahl von Lei-
stungshalbleitermodulen 5 in einer zweidimensionalen
Matrixanordnung ist es weiterhin, ebenso wie auch bei
einer eindimensionalen Anordnung, vorteilhaft, wenn die
Transportverpackung 2 hier dargestellt bei der zweiten
Anordnung 1’ zwischen den jeweiligen Leistungshalblei-
terbauelementen 5 eine Perforierung 70 aufweist, vgl.
auch Fig. 3, um das Vereinzeln der verpackten Lei-
stungshalbleitermodule 5 zu vereinfachen.

[0025] Fig. 2 zeigt in vier Teilabbildungen wesentliche
Schritte der Herstellung einer erfindungsgemäßen An-
ordnung. In einem ersten Schritt wird auf der ersten
Hauptfläche 100 einer Decklage 10 eine Kunststoff-
schicht 130 angeordnet und dauerhaft mit dieser verbun-
den. Die Decklage 10 besteht hierbei aus Pappe oder
Karton und weist eine bevorzugte Dicke zwischen 0,2mm
und 2mm auf, während die Kunststoffschicht bevorzugt
aus PET (Polyethylenterephthalat) oder PP (Polypropy-
len) besteht und eine bevorzugte Dicke im Bereich zwi-
schen 5mm und 30mm aufweist. Im Anschluss hieran wird
dieser Verbund mit einer Vielzahl von Durchbrüchen 150
versehen, die von Oberfläche zu Oberfläche ausgebildet
sind. Der Durchmesser dieser Ausnehmungen liegt be-
vorzugt zwischen 0,1 mm und 1 mm und gestattet es
dadurch durch den Verbund hindurch einen Unterdruck
an die gegenüberliegende Seite anzulegen.
[0026] In einem nächsten Schritt wird eine Zwischen-
lage 20 mit Ausnehmungen 230 und in diesen Ausneh-
mungen jeweils ein Leistungshalbleitermodul 5 angeord-
net. Hierbei sind Zusatzflächen 140 auf der Kunststoff-
schicht 130 freispart, die nicht von den Leistungshalblei-
termodulen 5 überdeckt sind. Weder die Zwischenlage
20, noch das jeweilige Leistungshalbleitermodul 5 sind
hierbei adhäsive mit der Kunststoffschicht 130 verbun-
den. Die Positionierung der Leistungshalbleitermodule 5
erfolgt, vgl. Fig. 1 durch eine geeignete Ausbildung der
jeweiligen Ausnehmung 230.
[0027] Anschließend wird eine Deckfolie 30 oberhalb
der Zwischenlage 20 und der Leistungshalbleitermodule
5 diese überdeckend angeordnet. Hierbei kann es not-
wendig sein vor dem direkten Anordnen an den Lei-
stungshalbleitermodulen und in noch hiervon beanstan-
deter Position die Deckfolie mit einer Temperatur zwi-
schen 80 °C und 160 °C, insbesondere zwischen 90 °C
und 110 °C, zu beaufschlagen. Hierdurch wird die Ela-
stizität der Deckfolie temporär erhöht und damit der nach-
folgend Formschluss mit dem Leistungshalbleitermodul
wesentlich verbessert als dies ohne Temperaturbeauf-
schlagung erfolgen würde. Weiterhin vorteilhafter ist es
zumindest diejenige Oberfläche, die der Zwischenlage
20 und den Leistungshalbleitermodulen 5 zugewandt ist,
adhäsiv ausgebildet. Alternativ hierzu kann eine erste
der Deckfolie (30) zugewandte Hauptfläche (200) der
Zwischenlage (20) und die Kunststoffschicht (130) zu-
mindest im Bereich der Zusatzfläche (140) eine
Haftschicht zur adhäsiven Verbindung mit der Deckfolie
(30) aufweisen. Diese Haftschicht wird dabei mit einem
Abscheide-, beispielhaft einem Druck-, Verfahren auf
dem Bereich der Zusatzflächen aufgebracht. Falls diese
Haftschicht thermisch aktiviert wird kann sie ganzflächig
auf der Kunststoffschicht, oder ganzflächig mit Ausnah-
me der von den Leistungshalbleitermodulen überdeck-
ten Bereichen aufgebracht werden.
[0028] Durch Anlegen eines Unterdrucks, dargestellt
durch die Pfeile an der zweiten Hauptfläche 110 der
Decklage 10, wird an diese zweite Hauptfläche 110 durch
die Durchbrüche 150 die Deckfolie 30 an die Zwischen-
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lage 20, die Zusatzflächen 140 und die Leistungshalb-
leitermodule 5 angesaugt. Hierbei bildet sich eine adhä-
sive Verbindung der Zwischenlage und der Zusatzflä-
chen 140 mit der Deckfolie 30 aus. Wesentlich hierbei
ist, dass die adhäsive Haltekraft zwischen der Deckfolie
30 und der Zwischenlage 20 mindestens um den Faktor
2 größer ist als die adhäsive Haltekraft zwischen der
Deckfolie 30 und der Kunststoffschicht 130. Durch diese
Ausgestaltung wird es, wie oben beschrieben vermie-
den, dass weder die Decklage 10 noch die Zwischenlage
20 beim Öffnen der Transportverpackung beschädigt
wird.
[0029] Fig. 3 zeigt ausschnittsweise einen Schnitt ent-
lang der Linie A-A durch eine erfindungsgemäße Anord-
nung (1) gemäß Fig. 1. Dargestellt ist hier die Decklage
10 der Transportverpackung 2 mit der auf ihrer ersten
Hauptfläche 100 angeordneten Kunststoffschicht 130.
Auf der Kunststoffschicht 130 sind matrixartig mit glei-
chem Abstand zueinander die zu verpackenden Lei-
stungshalbleitermodul 5 angeordnet. Von den zu verpak-
kenden Leistungshalbleitermodulen 5 sind nur ein Bo-
denelement 40, ein Gehäuse 50 und ein Anschlussele-
ment 60 dargestellt.
[0030] Es ist vorteilhaft diese Leistungshalbleitermo-
dule 5 mit ihrem Bodenelement 40, das üblicherweise
eine metallisch Grundplatte oder auch direkt das Sub-
strat der internen Schaltung sein kann, auf der Kunst-
stoffschicht 130 anzuordnen. Dies ist allerdings nicht ein-
schränkend für die Möglichkeiten, das Leistungshalblei-
termodul 5 um 90°oder 180° um eine seiner Längsach-
sen gedreht anzuordnen. Bei der hier vorgesehenen
Ausgestaltung liegen die Anschlusselemente 60 auf der
der Decklage 10 gegenüberliegender Seite des Lei-
stungshalbleitermoduls 5.
[0031] Weiterhin dargestellt ist die Zwischenlage 20,
deren zweite Hauptfläche 210 mit der ersten Hauptfläche
100 der Decklage 10 keine adhäsive Verbindung auf-
weist. Vorzugsweise aber nicht beschränkend besteht
die die Zwischenlage 20 wie auch die Decklage 10 aus
Pappe oder Karton.
[0032] Die Zwischenlage 20 weist weiterhin Ausneh-
mungen 230 auf, wodurch das zugeordnete Leistungs-
halbleitermodul 5 in seinem unteren Bereich umfasst und
in seiner Lage fixiert wird. Es verbleibt hierbei allerdings
eine Zusatzfläche 140 der Kunststoffschicht 130 die nicht
von dem Leistungshalbleitermodul 5 oder der Zwischen-
lage 20 bedeckt ist. Auf dem gesamten Umfang des Lei-
stungshalbleitermodul 5 ist es vorgesehen, dass der
Rand 220 der Ausnehmung 230 zu maximal 50%, be-
vorzugt nur zu maximal 25%, direkt an dem zugeordne-
ten Leistungshalbleitermodul 5 anliegt und der verblei-
bende Teil des Randes 220 einen Abstand von minde-
stens 2mm, vorzugsweise mindestens 5mm zum Lei-
stungshalbleitermodul 5 aufweist und somit einen Zwi-
schenbereich 240 oberhalb der Zusatzfläche 140 ausbil-
det. Ein direktes Anliegen ist allerdings zumindest an ei-
nigen Stellen, vorzugsweise in den Ecken des Leistungs-
halbleitermoduls 5, vgl. Fig. 1, notwendig, damit die

Fixierung der Leistungshalbleitermodul 5 in ihrer Position
zueinander gewährleistet wird.
[0033] Die Deckfolie 30 ist hier ausschließlich zur bes-
seren Übersichtlichkeit beabstandet von der Deck- 10
bzw. der Zwischenlage 20 und auch beabstandet von
den Leistungshalbleitermodulen 5 dargestellt. Im Übri-
gen ist die Deckfolie 30 mit der ersten Hauptfläche 200
der Zwischenlage 20, wie auch der Kunststoffschicht 130
im Bereich der Zusatzflächen 140 adhäsiv verbunden.
Die Deckfolie 30 liegt, soweit deren Flexibilität dies er-
laubt, an den Leistungshalbleitermodulen 5 an und um-
schließt sie jeweils zur Decklage 10 hin.
[0034] Typische Abmessungen für derartige Lei-
stungshalbleitermodule 5 sind, ohne hieraus eine Be-
schränkung abzuleiten, eine Länge im Bereich von 3cm
bis 15cm bei einer Breite 500 und Höhe von 1 cm bis
6cm. Die Decklage 10 der Transportverpackung 2 weist
eine typische Dicke von 0,2mm bis 2mm auf, die Zwi-
schenlage 20 ein Dicke von 0,5 bis 3mm, während die
Deckfolie 30 eine Dicke von 50mm bis 250mm aufweist.
[0035] Durch die Ausgestaltung der Deckfolie 30 aus
einer leitfähigen oder ableitfähigen Kunststoffschicht mit
oder ohne metallbedampfter Außenfläche und der Deck-
lage 10 aus einem leitfähigen oder ableitfähigen Ver-
bundkarton, entsteht eine Transportverpackung 2, die ei-
nen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Auf-
ladung bietet. Da die Deckfolie 30 zumindest abschnitts-
weise, aber bevorzugt vollständig, transparent ausgebil-
det ist, ist es auch zu verschiedenen Kontrollzwecken
nicht nötig diese Schutzverpackung zu öffnen.
[0036] Die erfindungsgemäße Anordnung 1 gemäß
Fig. 3 ist weiterhin derart ausgestaltet, dass der Abstand
700 der Leistungshalbleitermodule 5 zueinander größer
ist als die Breite 500 eines Leistungshalbleitermoduls 5,
wodurch es möglich ist eine zweite punktiert dargestellte
Anordnung 1’ um den halben Abstand versetzt zur ersten
Anordnung 1 und um 180° gedreht vorzusehen, vgl. Fig.
1, wodurch sich eine kompakte Gesamtanordnung mit
hoher Packungsdichte bei gleichzeitiger ausreichender
Fixierung der einzelnen Leistungshalbleitermodule 5 zu-
einander ergibt.
[0037] Fig. 4 und 5 zeigt einen weiteren Schnitt entlang
der Linie B-B durch eine erfindungsgemäße Anordnung
1 gemäß Fig. 1, wobei ein besonderer Vorteil der Anord-
nung offensichtlich wird. Fig. 4 zeigt wiederum ein Lei-
stungshalbleitermodul 5 sowie einen Teil der Transport-
verpackung 2. Hierbei ist allerdings die Decklage 10 mit-
samt der Kunststoffschicht 130 teilweise von der Zwi-
schenlage 20 getrennt dargestellt. Diese Darstellung ent-
spricht dem Öffnen der Transportverpackung 2, um ein
Leistungshalbleitermodul 5 aus dieser zu entnehmen.
Hierbei wird ausschließlich die Verbindung zwischen der
Zusatzfläche 140 der Kunststoffschicht 130 und der
Deckfolie 30 in dem Zwischenbereich 240 getrennt.
[0038] Hierfür ist es einerseits notwendig, dass Ver-
bindung zwischen der Deckfolie 30 und der Zwischenla-
ge 20 eine wesentlich höhere Haftkraft aufweist als die
Verbindung der Deckfolie 30 mit der Kunststoffschicht
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130. Ebenso ist es von Vorteil, wenn die die Decklage
10 dünner und damit mechanisch weniger starr ausge-
bildet ist als die Zwischenlage 20, da somit die Zwischen-
lage quasi als Halterrahmen des Restes der Transport-
verpackung 2 bestehen bleibt.
[0039] Fig. 5 zeigt nun einen weiteren Schritt der Ent-
nahme eines Leistungshalbleitermoduls 5 aus der Trans-
portverpackung 2. Hierbei wurde die Zwischenlage 20 in
Richtung der Flächennormalen ihrer ersten Hauptfläche
200 gedrückt, bis die Zwischenlage 20 annährend auf
der durch die Oberseite des Gehäuses 50 gebildeten
Ebene liegt. Bei dieser Verschiebung der Zwischenlage
20 löst sich die Deckfolie 30 zumindest teilweise von dem
Gehäuse 50 des Leistungshalbleitermoduls 5, wodurch
dieses einfach und ohne Anwendung von Werkzeug aus
der Transportverpackung 2 entnommen werden kann.

Patentansprüche

1. Anordnung (1) mit einem zu verpackenden Gegen-
stand (5) und einer Transportverpackung (2), wobei
der Gegenstand (5) ein Gehäuse (50) aufweist, wo-
bei die
Transportverpackung (2) eine Decklage (10), eine
Zwischenlage (20) mit einer dem Gegenstand (5)
zugeordneten Ausnehmung (230) und eine Deckfo-
lie (30) aufweist und
hierbei die Decklage (10) flächig, mit einer ersten
dem Gegenstand (5) zugewandten Hauptfläche
(100) ausgebildet ist, auf dieser ersten Hauptfläche
(100) der Decklage (10) eine Kunststoffschicht (130)
angeordnet ist und die Decklage (10) samt Kunst-
stoffschicht (130) eine Vielzahl von Durchbrüchen
(150) aufweist, auf der Kunststoffschicht die Zwi-
schenlage (20) mit ihrer zweiten Hauptfläche (210)
angeordnet ist und in der Ausnehmung (230) der
Zwischenlage (20) der dieser Ausnehmung zuge-
ordnete Gegenstand (5) auf der Kunststoffschicht
(130) angeordnet ist und hierbei die Ausnehmung
(230) nicht vollständig bedeckt, sondern mindestens
eine Zusatzfläche (140) freispart, wobei die Deckfo-
lie (30) wesentliche nicht auf der Kunststoffschicht
(130) zu liegen kommende Teile des Gegenstandes
(5) überdeckt, hierbei weitgehend an dem Gehäuse
(50) anliegt und wobei die Deckfolie (30) mit der er-
sten Hauptfläche (200) der Zwischenlage (20) und
mit der Kunststoffschicht (130) im Bereich der min-
destens einen Zusatzfläche (140) adhäsiv verbun-
den ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei
der zu verpackende Gegenstand (5) ein elektrotech-
nisches Produkt insbesondere ein Leistungshalblei-
termodul ist.

3. Anordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
die Kunststoffschicht (130) und die Zwischenlage

(20) ohne eine stoffschlüssige Verbindung lose auf-
einanderliegen.

4. Anordnung nach Anspruch 1, wobei
die der Zwischenlage zugewandte Oberfläche der
Deckfolie adhäsiv ausgebildet ist oder wobei eine
erste der Deckfolie (30) zugewandte Hauptfläche
(200) der Zwischenlage (20) und die Kunststoff-
schicht (130) zumindest im Bereich der Zusatzfläche
(140) eine Haftschicht zur adhäsiven Verbindung mit
der Deckfolie (30) aufweisen.

5. Anordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
die adhäsive Verbindung der Deckfolie (30) mit der
Zwischenlage (20) eine mindestens doppelt so hohe
Haftkraft aufweist im Vergleich zur Verbindung der
Deckfolie (30) mit der Zwischenfolie (130).

6. Anordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
die Deckfolie (30) aus einer leitfähigen oder ableit-
fähigen Kunststoffschicht mit oder ohne metallbe-
dampfter Außenfläche besteht.

7. Anordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
die Zwischenlage (20) und / oder Decklage (10) aus
Pappe oder Karton besteht.

8. Anordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
die Decklage (10) dünner und damit mechanisch we-
niger starr ausgebildet ist als die Zwischenlage (20).

9. Anordnung (1) nach Anspruch 8, wobei
die Decklage (10) ein Dicke von 0,2mm bis 2mm und
die Zwischenlage (20) eine Dicke von 0,5 bis 3mm
aufweisen und damit eine wesentlich geringer Dicke
aufweisen im Vergleich zur Höhe eines zu verpak-
kenden Gegenstands (5).

10. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (1) mit
einem zu verpackenden Gegenstand (5), wobei der
Gegenstand (5) ein Gehäuse (50) aufweist, und ei-
ner Transportverpackung (2), gekennzeichnet
durch diese aufeinanderfolgenden Herstellungs-
schritte:

• Anordnen und Verbinden einer Kunststoff-
schicht (130) mit einer ersten Hauptfläche (100)
einer Decklage (10);
• Ausbilden einer Vielzahl von Durchbrüchen
(150) von Oberfläche zu Oberfläche durch den
Verbund aus Decklage (10) und Kunststoff-
schicht (120);
• Anordnen einer Zwischenlage (20) mit einer
Ausnehmung (230) und eines Gegenstandes
(5) in dieser Ausnehmung (230), wobei hierbei
mindestens eine Zusatzfläche (140) auf der
Kunststoffschicht (130) freispart werden, die
nicht von dem Gegenstand (5) überdeckt ist;
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• Anordnen einer Deckfolie (30), die Zwischen-
lage (20) und den Gegenstand (5) überdeckend;
• Anlegen eines Unterdrucks an eine zweite
Hauptfläche (110) der Decklage (10), wodurch
durch die Durchbrüche (150) die Deckfolie (30)
an die Zwischenlage (20), die Zusatzflächen
(140) und den Gegenstand (5) angesaugt wer-
den und sich adhäsive Verbindungen mit der
Deckfolie (30) ausbilden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei
vor dem Anlegen des Unterdrucks die Deckfolie (30)
thermisch beaufschlagt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10, wobei
die Deckfolie (30) aus einer leitfähigen oder ableit-
fähigen Kunststoffschicht mit oder ohne metallbe-
dampfter Außenfläche besteht.

13. Verfahren nach Anspruch 10, wobei
die Zwischenlage (20) und / oder Decklage (10) aus
Pappe oder Karton besteht.

14. Verfahren nach Anspruch 10, wobei
die Decklage (10) dünner und damit mechanisch we-
niger starr ausgebildet ist als die Zwischenlage (20).

15. Verfahren nach Anspruch 11, wobei
die der Zwischenlage (20) zugewandte Oberfläche
(10) der Deckfolie (30) adhäsive ausgebildet ist oder
wobei eine erste der Deckfolie (30) zugewandte
Hauptfläche (200) der Zwischenlage (20) und die
Kunststoffschicht (130) zumindest im Bereich der
Zusatzfläche (140) eine Haftschicht zur adhäsiven
Verbindung mit der Deckfolie (30) aufweisen.
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